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Narodni pfedmluva

Citované normy

IEC 60068-1:1988 zavedena v CSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkouseni vlivil prostfedi - Véeobecné
a navod (idt EN 60068-1:1994, idt IEC 68-1:1988)

IEC 60191-6-2:2001 zavedena v CSN EN 60191-6-2:2002 (35 8791) Rozmérova normalizace
polovoditovych sou¢astek - Cast 6-2: Véeobecna pravidla pro pfipravu vykresti pouzder polovodi¢ovych
soucastek pro povrchovou montaz - Konstruk<ni navod pro pouzdra s vyvody ve tvaru kuli¢ek s rozteci
1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm usporadanych do sloupct (idt EN 60191-6-2:2002)

IEC 60191-6-5:2001 zavedena v CSN EN 60191-6-5:2002 (35 8791) Rozmérova normalizace
polovodi¢ovych souc¢astek - Cast 6-5: Véeobecna pravidla pro pfipravu vykrest pouzder polovodi¢ovych
soucastek pro povrchovou montaz - Konstrukni ndvod pro pouzdra s mfizkovym usporadanim kuli¢ek
s jemnou rozteci (FBGA) (idt EN 60191-6-5:2001)

IEC 61190-1-1 zavedena v CSN EN 61190-1-1 (35 9320) Pfipojovaci materidly pro elektronickou montéz -
Cést 1-1: Pozadavky na pajeci tavidla pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montézi (idt EN
61190-1-1:2002)

IEC 61190-1-2 zavedena v CSN EN 61190-1-2 (35 9320) Pfipojovaci materialy pro elektronickou montaz -
Cést 1-2: Pozadavky na péjeci pasty pro vysoce kvalitni propojovéni v elektronické montazi (idt EN
61190-1-2:2002)

IEC 61190-1-3 zavedena v CSN EN 61190-1-3 (35 9320) Pfipojovaci materidly pro elektronickou montaz -
Cést 1-3: Pozadavky na péjeci slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé péjky pro
pajeni v elektronice (idt EN 61190-1-3:2002)

JEITA ETR-7001:1998 nezavedena
Informativni Udaje z IEC 62137:2004

Mezinarodni norma IEC 62137 byla pfipravena technickou komisi IEC TC 91: Technologie elektronické
montaze.

Text této normy vychazi z téchto dokumenti:

FDIS Zprava o hlasovani
91/444/FDIS 91/451/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navrzena ve shodé se Smérnicemi ISO/IEC, Cést 2.

Komise rozhodla, ze obsah této publikace se nebude ménit az do konecného data vyznaceného na
internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v terminu pfislusejicimu dané publikaci. K tomuto datu
bude publikace



- Znovu potvrzena,

- zrusena,

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo

- zménéna.

Dvojjazy¢na verze mize byt vyda
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na pozdéji.

Vysvétlivky k textu prevzaté normy

anglicky termin obvyklé terminy pouzity termin
area array -+ plosné pole plosné pole
area array

peripheral terminals

vyvody po obvodu
vyvody na obvodu

vyvody po obvodu

Upozornéni na narodni poznamky

Formou narodnich poznamek se na prislusnych mistech textu upozorfiuje na text zapracované opravy
IEC 62137:2004/Cor.1:2005-01, jedna se o presun odkazl na normy souboru IEC 61190-1 z kapitoly
~Normativni odkazy"“ do kapitoly ,Bibliografie“, opravu ¢lankd A.2.4.4, A.3.4.1, obrazku A.5 a

poznamky v tabulce B.2.

V Clanku B.4.2.3 je uvedena zpresnujici narodni poznamka.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Anna Jurdkova, Praha, IC 61278386, RNDr. Karel Jurak, CSc.

Technicka normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebovd, CSc.
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EVROPSKA NORMA EN 62137
EUROPEAN STANDARD Srpen 2004
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 31.190

Zkouseni vliv( prostredi a trvanlivosti-

ZkuSebni metody pro desky s ploSnymi spoji s povrchovou montazi pouzder
FBGA, BGA, FLGA, LDA, SON a QFN s vyvody typu plosné pole

(IEC 62137:2004)

Environmental and endurance testing -

Test methods for surface-mount boards of area array type packages
FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON and QFN

(IEC 62137:2004)

Essai d’environnement et d’endurance - Umwelt- und Dauerprufung - Prufverfahren far
Méthodes in

d’essai des cartes montées en surface a Oberflachenmontagetechnik besttckte
boitiers Leiterplatten

de type FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON et QFN  mit Area-Array-Bauelementen der Bauformen
(CEl 62137:2004) FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON und QFN

(IEC 62137:2004)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2004-07-01. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
Vnitrni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyZzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, méa stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2004 CENELEC VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. ¢. EN
62137:2004 E
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Predmluva

Text dokumentu 91/444/FDIS, budouci 1. vydani IEC 62137, vypracovany v IEC TC 91 Technologie
elektronické montaze, byl predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani a byl schvalen CENELEC
jako EN 62137 dne 2004-07-01.

Byla stanovena tato data:

- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2005-04-01

- nejzazsi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2007-07-01

Pfilohu ZA doplnil CENELEC.
Oznameni o schvalenfi

Text mezinarodni normy IEC 62137:2004 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez jakychkoliv
modifikaci.
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1 Rozsah platnosti

Tato mezinarodni norma stanovi zkuSebni metody a pravidla pro vyhodnocovani kvality a spolehlivosti
desek, pajecich plosek, pajecich procest a pajenych spojli pro montaz pajenim pretavenim pouzder s
vyvody typu plosné pole a pouzder s vyvody po obvodu.

Tyto zkousky trvalé odolnosti proti mechanickému a tepelnému namahani, vznikajicimu v pribéhu
nebo po montazi diskrétnich polovodi¢ovych soucastek a integrovanych obvod{ (v nasledujicim textu
spole¢né nazyvané ,polovodicové soucastky"”) se pouZzivaji zejména pro zarizeni prdmyslové a spotrebni
elektroniky.

ZkuSebni metoda uvedena v této normé je komplexni tim, ze zahrnuje metody vyhodnocovani
montaznich metod, podminek montéze, desek s plosnymi spoji, pajecich materiall atd. Nestanovi metodu
vyhodnocovani pro jednotlivé polovodiCové soucastky.



Podminky montaze, desky s ploSnym propojenim, pajeci materialy atd. podstatné ovliviuji vysledky zkousky
uvedené v této normé. Z toho dlivodu zkusebni metoda popsana v této normé nesmi byt povazovana za
metodu pouzitelnou pro zaruceni spolehlivosti montaze polovodiCovych soucastek.

Zkusebni metoda neni nutna, pokud nedoslo v disledku jakychkoliv zkousek popsanych v této normé
k zddnému namahani (mechanickému nebo jinému).

2 Normativni odkazy

Pro pouzivani tohoto dokumentu jsou nezbytné dale uvedené referencni dokumenty. U datovanych
odkazl plati pouze citovana vydani. U nedatovanych odkazd plati posledni vydani referen¢niho
dokumentu (vCetné zmén).

IEC 60068-1:1988 Zkouseni vlivl prostredi - VSeobecné a navod
(Environmental testing - Part 1: General and guidance)

IEC 60191-6-2:2001 Rozmérova normalizace polovoditovych soucastek - Cast 6-2: Véeobecna pravidla
pro pripravu vykresd pouzder polovodicovych souéastek pro povrchovou montdaz - Konstrukéni navod
pro pouzdra s vyvody ve tvaru kulicek s rozteci 1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm usporadanych do
sloupcl

(Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-2: General rules for the preparation of
outline drawings of surface mounted semiconductor device packages - Design guide for 1,50 mm,
1,27 mm and 1,00 mm pitch ball and column terminal packages)

IEC 60191-6-5:2001 Rozmérova normalizace polovoditovych soucéstek - Cast 6-5: Véeobecna pravidla
pro pripravu vykresl pouzder polovodi¢ovych soucastek pro povrchovou montaz - Konstrukéni navod
pro pouzdra s mrizkovym usporadanim kuli¢ek s jemnou rozteci (FBGA)

(Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-5: General rules for the preparation of
outline drawings of surface mounted semiconductor device packages - Design guide for fine-pitch ball
grid array (FBGA))

JEITA! ETR-7001:1998 Terminy a definice pro technologii povrchové montéze

(Terms and definitions for surface mount technology)

-- Vynechany text --



